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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分
1. 标记:

所有订单都需加序列号，序列号格式：交货日期的年月日各两位数加序列号，如交货日期为2017年4月19号，则添加格式为：170419001，依次类推。

2. 阻焊:

此代码的订单经常有单面阻焊的要求，预审注意要求的识别；CAM注意阻焊文件的制作。

3.过孔工艺:
默认孔径≤0.3mm的金属化孔塞孔，对于盘中孔需采用树脂塞孔，塞孔后电镀镀平。对于非盘中孔采用绿油塞孔或者树脂塞孔均可。

4. 公差:
1） 板厚公差：当板厚≤1mm时，公差±0.1mm；当板厚>1mm时，公差±10%;
2） 外形公差：≤±0.1mm；
3） 开槽及台阶槽公差：槽深≤0.3mm时，开孔加工精度误差≤±0.05mm；(台阶激光开槽时精度可满足,机械开槽无法满足时需确认)
4） 铜基板台阶槽加工精度误差≤±0.075mm；

5. RT5880板及其国产化替换板材特殊要求:
1） 原图内缩尺寸不满足激光开槽要求时，厂家需进行内缩操作（内缩尺寸不超过0.05mm），避免焊盘侧壁边缘出现炭黑, 边框成型边缘允许有轻微炭黑；
2） 板内槽孔距板边间距＜0.15m时允许铣通外形, 0.15mm≤槽孔距板边间距≤0.5mm按设计文件加工，可接受断板或折痕现象；
3） 文件keepout层的圆环、方框如一面打在基材上，一面打在大铜皮上，按非金属化槽孔加工，槽边孔边允许露铜，不塞孔；
4） 成品面铜厚度：25～45um,需结合实际工艺判断,若无法满足,需与客户确认；
6. RO4350B，TSM-DS3相关板材特殊要求:
1） 原图内缩尺寸不满足激光开槽要求时，厂家需进行内缩操作（内缩尺寸不超过0.05mm），避免焊盘侧壁边缘出现炭黑, 边框成型边缘允许有轻微炭黑；
2） 台阶槽底部不限制镀金工艺方法(沉金、镀金均可)。
3） 铜基板露铜基部分不限制镀金工艺方法。（沉金、镀金均可,不含铜基时忽略该条）
7. 镀层:
验收标准为QJ的产品，禁用化学沉金工艺,禁用镀纯金；(镀纯金即镀金不镀镍)
RT5880板采用镍金工艺时，需控制镍层厚度在1.5～5μm区间；
具体镀层要求如下：
	序号
	镀层所在板材材料
	适用
	镀层工艺
	用途
	镀金厚度
	镀镍厚度

	
	
	标准
	
	
	
	

	1
	（Tg≥170℃）环氧覆箔板
	QJ、GJB
	镍金
	打线
	≥2.5μm
	≥3μm

	
	
	GJB
	
	焊接
	0.05～0.45μm
	

	
	
	QJ
	
	焊接
	0.13～0.45μm
	

	2
	RT5880 及其国产化板材
	QJ、GJB
	镍金
	打线
	≥2.5μm
	1.5～5μm

	
	
	
	
	焊接
	0.13～0.45μm
	

	
	
	GJB
	软金
	打线
	≥3μm
	不镀镍

	
	
	
	
	焊接
	0.3～0.8μm
	

	3
	RO4350B，TSM-DS3及其国产化板材 
	QJ、GJB
	镍金
	打线
	≥2.5μm
	≥3μm

	
	
	
	
	焊接
	0.13～0.45μm
	


8、验收标准

当验收标准为国军标、航天标准、宇航级标准时, 所有多层（大于2层）印制板需要做凹蚀工艺，凹蚀深度在0.005mm～0.04mm之间，不允许出现负凹蚀。（MI：无法走正凹蚀的订单按原有规则编写）。
预审部分
1. 标记:
   制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记；
2. 阻焊:
阻焊颜色默认为光亮绿色，与图纸要求冲突时以图纸为准；
3. 字符:

①字符颜色默认为白色；

②明确不要字符时，不允许厂家添加标记信息（不印序列号）；当有字符要求时，按光绘文件加工 ；
4.工程确认方式：  

由于对方无法及时接收邮件，工程问题确认附件整理完后，先电话与顾客沟通我们的建议选项，预审人员根据电话沟通的结果帮顾客把建议项选上，再发邮件给顾客和客服中心，该单等顾客（或客服中心）回复邮件确认后，再转给下一个环节。
5. 验收标准:
Word加工说明与PDF图纸及PCB文件中验收标准冲突时，以Word加工说明为准(质量等级军品则代表验收标准:GJB362B-2009)。 
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CAM部分
1.工艺要求:

采用电镀工艺时，允许板上残留镀金引线的端头，长度≤0.15mm；
